
前 言

本标准非等效采用国际半导体设备与材料组织 标准 塑料有引线片式载体

封装用引线框架

本标准与 相比较 定义部分引用了 半导体集成电路封装术语

同时 根据我国产品生产的实际需要 增加了产品检验的具体试验项目和抽样水平
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范围

本规范规定了半导体集成电路塑料有引线片式载体 封装引线框架 以下简称引线框架 的

技术要求及检验规则

本规范适用于半导体集成电路塑料有引线片式载体 封装引线框架的研制 生产和采购

引用标准

下列标准所包含的条文 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文 本标准出版时 所示版本均

为有效 所有标准都会被修订 使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性

半导体集成电路外形尺寸

半导体集成电路塑料双列封装冲制型引线框架规范

半导体集成电路封装术语

计数检查抽样方案和程序

定义 符号和缩略语

本规范采用的定义 符号和缩略语见 的规定

要求

设计

引线框架的外形尺寸应符合 的有关规定 并符合引线框架设计的要求

键合区

最小扁平引线键合区 宽度为标称引线宽度的 长度为

精压深度

最小精压深度为 最大精压深度为材料厚度的

图纸上标明的尺寸为精压前尺寸

每边最大精压凸出不应超过 应受金属间隙要求的限制

水平引线间距和位置 引线端部

可保持的引线间距和引线位置与设计的引线间距和引线宽度有关 见表


